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在我国当前的社会发展中，电子工程行业已经成为

当前我国工业领域中十分重要的一个重要组成部分。但

是许多电子产品在生产环节都对电解铜箔有着十分重要

的应用，电解铜箔主要是利用电沉积操作得到沉积层，

这种技术本身就具有很多的优点所以在电子工程领域的

发展中也有着很大的应用，但是当前电子工程领域对于

电解铜箔的利用也在不断地增强。

一、电解铜箔发展历程

在电子工程领域对于电解铜箔应用开始之前必须要

了解电解铜箔的发展历程，尤其是在我国当前的电子领

域发展中电解铜箔已经成为了发展中必不可少的一项重

要基础材料。如果在对电解铜箔的发展过程中，对于电

解铜箔的发展趋势一点也不了解，就有可能在具体的应

用中无法正确地选择添加剂对于电解铜箔进行有效的应

用。电解铜箔早在 1840 年就有着专业的专利表明，电解

铜箔在当前的社会发展中不仅可以作为一种优秀的材料

进行各种电子产品的发展应用，同时电解铜箔也拥有着

比较可靠的安全性。尤其是电解铜箔本身就具有比较好

的导电性能在各个方面的社会发展中也有着十分广泛的

应用。所以电解铜箔在 1940 年左右就开始有人进行相关

的实验工作，将一些添加剂对电解铜箔进行综合应用，

所以在这一方向，相关学者也进行了其他添加剂的应用，

尤其是一部分研究学者开始将磺化以酞硫脉代替之前的

添加剂用于电解铜箔的研究当中，通过这项技术的研究

发展电解铜箔，正式开始用到许多领域当中。直到 1988

年，德国的学者已经研发出了一种单一的无硫磺添加剂，
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摘　要：当前随着我国社会经济的大幅度增长，我国的工业企业在当前的社会发展中取得了很不错的发展成果，但
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料之一，电解铜铜箔在我国的电子工程领域的发展当中有着十分广泛的应用，但是电子铜箔在具体的应用过程中也

需要一些添加剂的辅助应用。然而在当前的社会发展中电子工程领域对于电解铜箔的应用需求也在不断地增大，而

原有的电解铜箔生产效率和应用已经不能满足企业的发展需求，所以电解铜箔在当前的发展中也开始通过对添加剂

的应用来更好地满足电子工程领域的应用。
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the applications in the electronic engineering field.
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这种添加剂在电解铜箔的应用中展现出了巨大的价值，

尤其是这种添加剂对于电解铜箔的应用已经研发出了许

多，同时这种添加剂在电解铜箔方面的应用，也使得电

解铜箔的平整性得到了有效地提高。随着当前世界科技

的快速发展，智能化电子产品已经应用到人们的生活当

中，一部分研究学者发现，电解铜箔的添加剂可以更好

地推动电子工业领域的发展，这也使得电解铜箔已经开

始广泛地应用到电子工业领域当中，并且通过一些添加

剂的添加研究得出了更好的使用效果。

二、电解铜箔的发展趋势

随着当前我国电子工业领域的快速发展，电解铜箔

由于其良好的导电性能和材料性能，在我国当前的电子

工程领域中有着非常广泛的应用。许多电子产品在当前

的社会发展中，对于电解铜箔应用需求也比较大，所以

电解铜箔在未来的发展中仍然有很大的发展趋势，但是

要想真正地将电解铜箔的优势发挥出来，就必须以各种

添加剂进行添加，通过各种添加剂的应用排除掉电解铜

箔应用中存在的一些问题，通过这样的发展趋势，更好

地让电解铜箔推动我国电子工程领域的发展。同时也让

我国的社会经济在当前的社会建设中实现更好发展。

三、添加剂应用现状

1. 含硫有机物

在我国近些年来电子工业领域使用的电解铜箔主要

的添加剂就是含硫有机物，这种有机物与传统的有机物有

所区别，尤其是在电解铜箔的发展过程，通过这种有机物

的应用不仅可以较好地改变电流密度区域中缺乏瓶颈性以

及光亮度。同时在具体的应用中也有上的改观了电解铜箔

存在的一些问题，电解铜箔中应用的含硫有机物更好地实

现了这一项的有效应用，当前在电解铜箔的发展中应用含

硫有机物中的应用进一步形成了酸性电镀物质，而存在的

这种问题一般使用丙烷磺酸盐衍生物进行应用，将这种的

衍生物作为光亮剂，可以在下一阶段的添加剂中进行应

用，这种现象含硫有机物与电解铜箔中的反应可以形成一

定的反应，最终形成现在的去极化作用。这也使得电解铜

箔已经开始广泛地应用到电子工业领域当中，并且通过一

些添加剂的添加研究得出了更好的使用效果。

2. 胺类化合物和衍生物

胺类化合物和衍生物中的原子能够在电解时被阴极

所吸附，这种情况也就使得电解铜箔在通电完成之后可

以形成比较明显的阴极极化效果，这种新形成的效果在

一定的领域当中也有着比较广泛的应用。如明胶便是一

种常规使用的整平剂，不同明胶及胶浓度对电解铜箔表

面粗糙度的影响存在着显著差异，如下表所示：

添加剂浓度 /mg·L-1 粗糙程度 /μm

胶原蛋白 骨胶

0.35 4.84 4.83

1.35 5.72 4.45

2.25 6.15 4.18

3.15 5.98 4.83

尤其是在我国当前的科技发展中，各种各样的材料

也开始应用到电子工程领域当中，尤其是电解铜箔由于

其自身的导电性能和较为突出的反应性能不仅在电子工

程领域可以作为光亮剂，同时也可以与其他添加剂反应，

形成新的添加物，这种不同的添加物在电解沉降的过程

中可以增高电流密度区组化作用，也正是由于存在的这

种优势性作用可以很好地形成酸铜定位剂，所以单独使

用的效果并不能有效地展现出氨氮化合物的衍生物效果，

而且必须要与电解铜箔进行融合反应，尤其是在使用过

程中，需要根据投入的控制量来保障光亮，如果投入的

量过多或者过少，都会导致光亮度无法达到预期的要求，

这种情况也会使得电解铜箔在后续的应用过程中无法达

到预期的应用效果。

3. 改性有机物和天然提取物

在我国当前的电子工程领域研究电解铜箔添加剂的

过程中，各种各样的有效材料，研究方式也有着很大的

区别，尤其是在之前的研究过程中，主要是利用化学添

加剂作为主要的添加材料，但是各种各样的天然添加剂

在具体的发展中和应用中也有着很好的添加效果，这种

新型的添加剂在电解铜箔的添加反应过程中可以让整个

镀层的光亮性和平整性得到进一步提升，尤其是在后续

的使用过程中甲壳胺还可以在原有的金属表面吸附，形

成一种新型的材质。

4. 稀土添加剂

系统元素中含有许多具有独特原子结构的特征，所

以在我国当前的电子工程领域也希望通过一些稀土添加

剂来更好地发挥出电解铜箔应有的作用，而稀土添加剂

本身就具有非常强的化学亲和力，在具体的应用中可以

让电解铜箔的性能在具体应用中发挥出更大的作用。如

适量的稀土阳离子能细化晶粒，降低孔隙率，使表面更

加细致光亮，从而提高力学性能。不同浓度 Ce4+ 含量对

电解铜箔抗拉强度的影响如下表所示：

稀有金属浓度 /10-30/0 抗拉强度 /MPa

室温 高温

0 22.36 40.87

1.5 24.51 43.21

3 25.33 47.49

4.5 21.76 40.66
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但是在我国当前的稀土添加剂使用过程中也存在一

些问题。尤其是这些问题的出现，会使得电解铜箔的整

体耐腐蚀性的实现一定的降低，所以在电解铜箔自动生

产环节需要采用固定的工艺进行相关的生产，通过各种

有序的生产环节避免对于整个镀层的质量造成一定的影

响，同时添加稀土添加剂光亮酸性镀铜能够进一步降低

孔隙率，同时也可以有效地加强电解铜箔的耐腐蚀性和

抗变色能力，这种情况也就使得稀土添加剂在电解铜箔

生产过程中具有非常高的应用价值。

电解铜箔在具体的应用过程中会处于 PCB 状态，尤

其是在我国电子工程领域当中的应用，各种锂电池也常

用这种新型的材料，当电解铜箔达到应用的要求时就需

要具有相应的物理性能。例如在使用过程中必须具有一

定的抗拉强度，延伸率和厚度均匀特性，如果在使用过

程中不能满足存在的这些特性，就有可能使得电解铜箔

在具体的应用过程中根本无法达到预期的效果，所以电

解铜箔中的添加物质必须要根据有效的添加物添加才能

发挥出更好的性能，电解铜箔生产厂家在添加剂的研究

过程中，也应该添加含硫有机物。但是由于电解铜箔在

生产过程中每个厂家的生产方式都有所不同，所以各个

厂家在生产环节使用的添加剂也有着很大的区别，每个

厂家在生产环节必须要根据自身的生产配方，科学合理

的选择添加剂，进行相关的调整改善，只有这样才可以

让电解铜箔在具体的应用中发挥着更大的作用。

四、电解铜箔添加剂的作用

1. 载体

电解铜箔中的添加剂通过有效的应用可以作为整个

生产环节的载体，尤其是不同的添加剂，对于电解铜箔

生产关节也有着不同的作用。在生产环节，电解铜箔主

要是用于电子工程领域当中，这也让电解铜箔通过添加

剂的应用可以实现生产环境更好的载体更换。所以近些

年来，我国在电解铜箔生产环节也越来越注重各种添加

剂的应用，从而发挥出更大的应用价值。

2. 整平剂

电解铜箔在应用过程中最为重要的便是整平剂，电

解铜箔与各种添加剂的有效应用可以让电解铜箔变得更

加平整，在应用过程中也可以更好地满足各种应用需求，

所以电解铜箔与各种化学添加剂之间的有效应用，不仅

是电解铜箔在具体的生产环节所必须要进行的一个关键

所在，同时也应该根据不同的应用方向选择不同的添加

剂来保障电解铜箔整平剂的有效展现。

3. 光亮剂

在电解铜箔的发展过程中，对于光亮度也有着一定

的要求，所以不同的添加剂在使用过程中会有着不同的

光亮剂和添加剂用于基础镀液的研究，例如稀土光亮剂

和添加剂的应用对于基础作业有着一定的研究。通过稀

土光亮剂的应用也可以有效地让电解铜箔的抗腐蚀能

力和抗变色能力大于之前应用添加剂之前的效果，所

以也可以让表面变得更加光亮，并且空虚非常低，在

光亮剂的应用过程中也可以更好地推动电解铜箔使用

效果的提升。

五、添加剂作用

1. 控制扩散

随着当前我国电子工程领域的快速发展，电子工程

领域对于各种材料的应用也比较严格，就例如电解铜箔

在不同的应用方向中也有着较大的差距性，这也使得电

解铜箔需要使用的不同的添加剂来进行相关的控制扩散

工作，尤其是在其他应用环节通过相关控制扩散可以更

好地解决电解铜箔应用中存在的问题。

2. 控制非扩散

在电解铜箔与其他添加剂的融合过程中也可能会出

现一些非扩散的因素，而造成这些因素的主要原因还是

由于添加距离的使用不合理现象，所以在所有的添加剂

应用过程中都必须要考虑其适应范围，只有通过控制非

扩散才可以更好地让电解铜箔在工业领域的发展中发挥

出更好的作用。

六、结束语

在我国当前的社会发展中，电子工业中的各种通电

材料对于铜箔的发展有着比较大的需求，这也使得电解

铜箔在应用过程中必须具有更好的光亮度以及平整性。

所以近些年来，我国电子制造行业越来越注重电解铜箔

添加剂，通过各种添加剂的应用，可以更好地提高电解

铜箔的光亮度以及平整性，让电解铜箔在具体的工业领

域应用中发挥出更大的作用。
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